This Page Is Inserted by IFW Operations 
and is not a part of the Official Record 



BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGIBLE TEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 



As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 



THIS PAGE BLANK (usno) 



esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Pr cedure for setting-in a carrier member. 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 

Applicant: 
Classification: 

- international: 

- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



EP0521502 
1993-01-07 

BARAK RENEE-LUCIA (DE); HAGHIRI-TEHRANI 
YAHYA(DE) 

GAO GES AUTOMATION ORG (DE) 

B42D15/10; G06K19/06 

G06K19/077M 

EP 199201 11214 19920702 

DE19914122049 19910703 



22141 U.S. PTO 

10/762882 



012104 



Also published as: 



JP5208580 (A) 
DE41 22049 (A1) 
EP0521502 (B1) 



Cited documents: 

1) EP01 07061 
m EP0299530 
B US4746392 



Abstract of EP0521 502 

The invention relates to a method for installing a carrier element or a module in a card body. The card 
body is provided with an opening correspondingly shaped for installing the carrier element. The carrier 
element consists of a substrate on which an integrated circuit is arranged. Before the carrier element is 
installed, an adhesive element is first inserted into the opening by means of a suitable tool. Then the 
carrier element can be permanently and durably joined to the card body under the action of pressure with 
the aid of the adhesive element. 
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© Verfahren zum Einbau eines Tragerelements. 

® Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einbau 
eines Tragerelementes oder eines Modules in einen 
Kartenkorper. Der Kartenkorper ist mit einer fur den 
Einbau des Tragerelementes entsprechend geform- 
ten Aussparung versehen. Das Tragerelement be- 
steht aus einem Substrat, auf dem ein integrierter 
Schaltkreis angeordnet ist. Vor dem Einbau des Tra- 
gerelements wird in die Aussparung zuerst ein Haft- 
kleberelement mittels eines geeigneten Werkzeugs 
eingebracht. Anschliefiend kann das Tragerelement 
mit Hilfe des Haftkleberelements unter der Einwir- 
kung von Druck test und dauerhaft mit dem Karten- 
korper verbunden werden. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Eiribau 
eines Tragerelements in einen Kartenkorper gemafl 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Halb- 
zeug in Form eines Kartenkorpers. 

Bei der Herstellung von Ausweiskarten, die als 
Identifikations-, Kredit- oder Buchungskarten oder 
dergleichen verwendet werden, wird beispielsweise 
in einer zur Aufnahme eines Moduls oder Trager- 
elements vorgesehenen Aussparung der Karte das 
Tragerelement mit dem Kartenkorper verbunden.. 
Eine Moglichkeit besteht beispielsweise darin, ein 
Tragerlement oder ein Modul mit Hilfe einer Kle- 
berschicht dauerhaft mit dem Kartenkorper zu ver- 
binden. 

Bei den bekannten Verfahren zum Einbau ei- 
nes Tragerelementes oder eines Modules in einen 
Kartenkorper werden vorzugsweise Heiflsiegelkle- 
ber oder Haftkleber verwendet. Der HeiBsiegelkle- 
ber mu0 im Unterschied zum Haftkleber thermisch 
aktiviert werden, d. h. eine Verbindung der Kompo- 
nenten kann nur unter Einwirkung von Warme er- 
folgen. Die notwendige Warme kann dem Heiflsie- 
gelkleber beispielsweise uber geeignete Hitzestem- 
pel zugefuhrt werden. Der Haftkleber bietet gegen- 
Ciber dem Heiflsiegelkieber den Vorteil, dafl eine 
gute und dauerhafte Verbindung auch ohne Einwir- 
kung von Warme mdglich ist Dadurch, dai3 der 
Haftkleber bereits bei Normaltemperatur klebend 
ist, wird jedoch die Handhabung wahrend den Ver- 
fahrensschritten erschwert, beispielsweise kann der 
Haftkleber in unerwunschter Weise mit den Ma- 
schinenteilen verkleben. 

Die Module oder Tragerelemente, die vorzugs- 
weise aus einem Endlosfilm ausgestanzt werden, 
bestehen im allgemeinen aus einem Substrat, auf 
dem ein oder mehrere integrierte Schaltkreise mit 
Leiterbahnen verbunden sind. Die Leiterbahnen 
flihren zu auf dem Substrat befindlichen Kontaktfla- 
chen, die die Kommunikation mit entsprechenden 
Geraten ermoglichen. Der IC-Baustein und die vom 
IC-Baustein zu den Kontaktflachen fuhrenden Lei- 
terbahnen konnen zum Schutz vor mechanischen 
Belastungen von einer Gu/Jmasse umgeben wer- 
den. 

Stellvertretend fur die vielen bereits bekannten 
Verfahren zum Einbau eines Tragerelements oder 
eines Modules in einen Kartenkorper sei das aus 
der EP-A 0 202 952 bekannte Verfahren genannt. 
Bei diesem Verfahren wird ein Tragerelement oder 
ein Modul mit Hilfe eines auf dem Tragerelement 
angeordneten Haftklebers in einer Aussparung der 
Karte mit dem Kartenkorper verbunden. Die Ver- 
fahrensschritte sind folgende. In ein Haftklebeband, 
bestehend aus einem doppelseitigen Haftkleber- 
film, der auf jeder Seite von einer Schutzfolie be- 
deckt ist, werden kreisformige Offnungen gestanzt. 
Das mit den Offnungen versehene Haftklebeband 
wird mit einem Tragerfilm, auf dem die integrierten 



. Schaltkreise montiert sind, zusammengefuhrt und 
mit diesem nach Entfernen einer ersten Schutzfolie 
verbunden. Der Tragerfilm wird mit einer Schutz- 
schicht bespruht, wobei der von einer zweiten 

5 Schutzfolie bedeckte Haftkleberfilm eine Maske bil- 
det, die die nicht zu bespruhenden Bereiche ab- 
deckt. Vor dem Ausstanzen der Tragerelemente 
mit den dazu entsprechenden Haftkleberringen wird 
die zweite Sghutzfolie entfernt. In einem zusatzli- 

io chen Arbeitsschritt mit der mit dem Tragerfilm ver- 
bundene Haftkleberfilm mit einer dritten Schutzfolie 
zusammengefUhrt und verbunden. Der Haftkleber- 
film wird dabei von der dritten Schutzfolie derart 
bedeckt, daJ3 beim Austanzen der Tragerelemente, 

15 die zum Verbinden der Tragerelemente mit den 
Kartenkorpern vorgesehenen Haftkleberringe nicht 
bedeckt werden. Die dritte Schutzfolie verhindert, 
da/J beim Ausstanzen der Tragerelemente der Haft- 
kleberfilm mit dem Kartenkorper oder auch mit der 

20 Matrize des Stanzwerkzeuges verkleben kann. 

Das Verfahren hat den Nachteil, da/J das Zu- 
sammenfuhren bzw. Verbinden der zusatzlich ver- 
wendeten dritten Schutzfolie mit dem Haftkleberfilm 
eine sehr genaue Positionierung erfordert, damit 

25 die Klebeflachen der Haftkleberringe von der 
Schutzfolie nicht bedeckt werden. Des weieren hat 
das bekannte Verfahren auch den Nachteil, daJ3 
infolge der zusatzlich aufgebrachten dritten Schutz- 
folie ein Abstand zwischen der Patrize und Matrize 

30 beim Ausstanzen der Tragerelemente entsteht, wo- 
durch unscharfe Kanten beim Stanzvorgang erhal- 
ten werden. Dies kann beispielsweise zu unschar- 
fen Stanzkonturen fuhren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, den 

35 Einbau eines Tragerelementes in einen Kartenkor- 
per zu erleichtern, wobei gleichzeitig eine gute und 
dauerhafte Verbindung des Tragerelementes mit 
dem Kartenkorper erhalten wird. 

Die Aufgabe wird durch die im kenhzeichnen- 

40 den Teil des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale 
gelost. 

Bei der Erfindung wird von einem in Endlos- 
form vorliegenden Tragerfilm mit darauf montierten 
integrierten Schaltkreisen ausgegangen, wobei die 

45 Schaltkreise jeweils von einer GuBmasse umgeben 
sein konnen. Aus dem Tragerfilm werden mit ei- 
nem geeigneten Stanzwerkzeug die Tragerelemen- 
te ausgestanzt und in einen mit einer Aussparung 
versehenen Kartenkorper eingebaut. Vor dem Ein- 

50 bau der Tragerelemente wird auf den fiir die Ver- 
bindung mit dem Modul vorgesehenen Flachen der 
Aussparung ein doppelseitig klebendes Haftkleber- 
element mittels eines geeigneten Werkzeugs auf- 
gebracht. Mit Hilfe des Haftkleberelements kann 

55 das Tragerelement unter der Einwirkung von Druck 
fest und dauerhaft mit dem Kartenkorper verbun- 
den werden. 

Bei dem erfindungsgemaOen Verfahren zum 
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Einbau eines Tragerelements wird zuerst das Haft- 
kleberelement und anschlieflend das Tragerele- . 
ment in die dafOr vorgesehene Aussparung des 
Kartenkorpers eingebaut. Dadurch konnen das 
Haftklebeband und der Tragerfilm unabhangig von- 
einander bearbeitet werden. Die Tragerelernente 
konnen demzufolge ohne den Haftkleberfilm aus 
dem Tragerfilm ausgestanzt werden. Dies hat den 
Vorteil, da& ein unerwUnschtes Verkleben des Haft- 
kleberfilms mit dem Stanzwerkzeug wahrend des 
Stanzvorgangs ausgeschlossen werden kann. Nach 
Entfernen der Schutzfolie wird der auf einer Tra- 
gerfolie befindliche Haftkleberfilm in einem separa- 
ten Verfahrensschritt mittels eines geeigneten 
Schneidwerkzeuges bearbeitet, urn die einzelnen 
zum Verbinden der Tragerelernente mit dem Kar- 
tenkorpern vorgesehenen Haftkleberelemente zu 
erhalten. Diese Vorgehensweise erleichtert die 
Handhabung des Haftklebebandes wahrend den 
Verfahrensschritten. In einem nachsten Arbeits- 
schritt konnen die Haftkleberelemente problemlos 
mittels eines geeigneten Werkzeugs von der Tra- 
gerfolie direkt und patfgenau in die Aussparung 
transferiert werden. Somit ermoglicht das erfin- 
dungsgema/te Verfahren einen einfachen und pro- 
blemlosen Einbau der Tragerelernente in die Kar- 
tenkorper. 

Die zum Verbinden der Tragerelernente mit 
den Kartenkorpern vorgesehenen Haftkleberele- 
mente werden aus einem in Form von Endlosmate- 
rial vorliegenden Haftklebeband, das aus einer Tra- 
gerfolie mit einem darauf befihdlichen doppelseiti- 
gen Haftkleberfilm besteht, der von mindestens ei- 
ner Schutzfolie bedeckt wird, gemafl dem erfin- 
dungsgemaflen Verfahren in folgender Wejse her- 
gestellt. Gemafl einer ersten Ausfuhrungsform wer- 
den die zum Verbinden der Tragerelernente mit 
den Kartenkorpern als Klebeflachen nicht benotig- 
ten Bereiche des Haftklebebandes mittels eines 
Stanzwerkzeuges ausgestanzt. Nach Entfernen der 
Schutzfolie wird mit Hilfe eines geeigneten 
Schneidwerkzeuges der Haftkleberfilm in regelma- 
fligen Abstanden registergenau, d. h. entsprechend 
den AbmaJ3en der fur die Verbindung der Trager- 
elernente mit den Kartenkorpern vorgesehenen 
Klebeflachen, durchtrennt, urn die einzelnen Haft- 
kleberelemente zu erhalten. Bei einer zweiten Aus- 
fuhrungsform wird zunachst eine Schutzfolie vom 
Haftkleberband entfernt und der Haftkleberfilm ent- 
sprechend der fUr die Haftkleberelemente gewahl- 
ten Kontur derart durchtrennt, da/? die Elemente 
von einem Gitter umgeben sind. Im nachsten Ar- 
beitsschritt wird der gitterformige Haftkleberfilm ab- 
gezogen, urn die auf der Tragerfolie in regelmatfi- 
gen Abstanden isoliert verbleibenden Haftkleber- 
elemente zu erhalten. Obwohl diese Ausfuhrungs- 
form in der Herstellung gegenuber der ersten Aus- 
fuhrungsform aufwendiger ist, "hat sie jedoch den 



Vorteil, dafl sie einen einfacheren Einbau der Haft- 
kleberelemente in die Kartenkorper ermoglicht. Ge- 
mafl einer Weiterbildung der zweiten Ausfuhrungs- 
form kann die Tragerfolie des Haftklebebandes zu- 

5 satzlich auch mit T-formigen Aussparungen verse- 
hen werden. Diese AusfUhrung hat den zusatzli- 
chen Vorteil, daJ3 die Haftkleberelemente in. tiefere 
Kartenhohlraume eingesetzt werden konnen, ohne 
daB durch starke Faltenbildung der Tragerfolie an 

io den Enden des Hohlraumes Verarbeitungsproble- 
me entstehen konnen. Diese AusfQhrungsform ist 
insbesondere bei IC-Modulen mit dickerem Rand- 
bereich und bei plattenformigen IC-Modulen vorteil- 
haft. 

75 Die Haftkleberelemente konnen mit Hilfe eines 

geeigneten Stanzwerkzeugs auch gemeinsam mit 
der Tragerfolie als Sfchutzschicht in eine Karten- 
aussparung eingesetzt werden. 

Gemafl einer weiteren Ausfuhrungsform der Er- 

20 findung ist die mehrstufige Aussparung eines mit 
transparenten Deckschichten versehenen Karten- 
korpers so ausgelegt, dafi der in die rOckseitige 
transparente Schicht ragende Boden der Ausspa- 
rung durch ein auf der Ruckseite des Kartenkor- 

25 pers plaziertes abdeckendes Element, beispielswei- 
se durch einen sogenannten Uhterschriftsstreifen, 
nicht sichtbar ist. 

Weitere Vorteile und Weiterbildungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den Unteranspruchen sowie 

30 den Ausfuhrungsbeispielen, die nachfolgend an- 
hand der Figuren beschrieben werden. Darin zei- 
gen: 

Fig. 1 einen Kartenkorper mit eingebau- 

tem Haftkleberelement und einzu- 
35 bauendem Tragerelement im . 

Schnitt, 

Fig. 2-3 ein Verfahren zum Einbau eines 
Tragerelements in einen Karten- 
korper, 

40 Fig. 4 eine weitere AusfQhrungsform ei- 

nes Haftklebebandes, 
Fig. 5 eine Weiterbildung des in Fig. 4 

dargestellten Haftklebebandes, 
Fig. 6 ein Stanzwerkzeug zum Einbau ei- 

45 nes Haftkleberelements mit 

Schutzfolie in den Kartenkorper, 
Fig. 7 Schnitt durch einen Kartenkorper, 

Fig. 8 den Kartenkorper aus Fig. 7 in 

Aufsicht. 

50 Fig. 1 zeigt in einer Schnittdarstellung einen 

Kartenkorper 1 mit einer Aussparung 2. Die Aus- 
sparung 2 ist in einer bevorzugtep Ausfuhrungs- 
form als zweistufige Aussparung ausgefUhrt, die 
eine erste Aussparung 3 und eine innerhalb der 

55 ersten Aussparung 3 angeordnete tiefere zweite 
Aussparung 4 aufweist Auf den Schulterbereichen 
der tieferen Aussparung 4 ist ein doppelseitig kle- 
bendes Haftkleberelement 5, das mit einer Offnung 
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6 versehen ist, angeordnet. Der Kartenkorper 1 
kann aus einer einzigen Oder auch aus mehreren 
Schichten aufgebaut sein. Die Aussparung 2 kann 
beispielsweise bei einer Monoschichtkarte in den 
Kartenkorper 1 mit einem entsprechenden Werk- 
zeug hineingefrast werden. Die Aussparung 2 dient 
zur Aufnahme eines Tragerelements 10, wobei die 
erste Aussparung 3 zur Aufnahme des Substrats 
dient und die zweite Aussparung 4 fur die Aufnah- 
me des integrierten Schaltkreises 7 vorgesehen ist. 
Das Tragerelement 10 besteht aus einem Substrat, 
auf dem ein integrierter Schaltkreis 7 angeordnet 
ist. Zum Schutz vor mechanischen Belastungen 
kann der integrierte Schaltkreis 7 von einer GuJ3- 
masse 8, beispielsweise einem Gieflharz, umgeben 
sein. Der integrierte Schaltkreis 7 ist uber Leiter- 
bahnen Oder Bonddrahte (nicht dargestellt) mit den 
auf dem Substrat befindlichen Kontaktflachen 9 
verbunden. 

Anhand der Fig. 2 und 3 soil nachfolgend das 
erfindungsgema/te Verfahren zum Einbau des Tra- 
gerelements 10 in die Aussparung 2 des Karten- 
korpers i erlautert werden. Die Fig. 2 zeigt ein von 
einer Rolle 20 abgespultes in Endlosform vorlie- 
gendes Haftklebeband 17. Das Haftklebeband 17 
besteht aus einer Tragerfolie 16 mit einem darauf 
befindlichen doppelseitig klebenden Haftkleberfilm 
15, der von einer Schutzfolie 14 bedeckt wird. Aus 
dem Haftklebeband 17 werden mit einem geeigne- 
ten Stanzwerkzeug 21 in regelmafligen Abstanden 
im Mittenbereich die kreisformigen Offnungen 6 
und an den Randern die abgerundeten Einschnitte 
13, die als Klebeflachen fur die Verbindung der 
Tragerelemente mit den Kartenkorpern nicht beno- 
tigt werden, ausgestanzt. Anschlieftend kann die 
Schutzfolie 14 vom Haftklebeband 17 entfernt und 
auf einer Rolle 22 aufgewickelt werden. Zur Befor- 
derung des Haftklebebandes 17 konnen geeignete 
Fuhrungsrolien (nicht dargestellt) vorgesehen wer- 
den, wobei die Stanzoffnungen 6 zum getakteten 
Transport und zur Positionierung des Haftklebeban- 
des 1 7 genutzt werden konnen. Nach erfolgter Po- 
sitionierung des Haftklebebands 17 wird mit Hilfe 
eines geeigneten Schneidwerkzeuges 23 der Haft- 
kleberfilm 15 in regelmafiigen Abstanden register- 
genau, d. h. entsprechend den Abma/ten der fur 
die Verbindung der Tragerelemente mit den Kar- 
tenkorpern vorgesehenen Klebeflachen, durch- 
trennt, urn die fur den Einbau in die Kartenkorper 
vorgesehenen einzelnen Haftkleberelemente 5 zu 
erhalten. Das nach dem Schneidvorgang 23 erhal- 
tene Haftklebeband 18 kann zur Lagerhaltung auf 
eine Rolle 24 aufgewickelt werden. Das Haftklebe- 
band 18 kann aber auch zur Weiterverarbeitung 
direkt dem in Fig. 3 gezeigten Verfahrensschritt 
zugefuhrt werden. 

Die Fig. 3 zeigt in. einer schematisierten Dar- 
stellung den Einbau des Haftkleberelements 5 in 



die Aussparung 3 des Kartenkorpers 1. Das auf der 
Rolle 31 befindliche Haftklebeband 18 wird der 
Rolle 32 zugefUhrt und verbindet infolge dessen 
die beiden Rollen. Das Haftklebeband 18 und der 

s Kartenkorper 1 werden derart zueinander positio- 
niert, tiaB das . Haftkleberelement 5 mittels des . 
Stempels 30 von der Tragerfolie 16 direkt und 
paflgenau in die Aussparung 3 des Kartenkorpers 
eingesetzt und unter der Einwirkung eines vom 

w Stempel ausgeObten Drucks test und dauerhaft mit 
dem Kartenkorper 1 verbunden wird. Die nach dem 
Einbau der Haftkleberelemente 5 verbleibende Tra- 
gerfolie 16 wird auf die Rolle 32 aufgewickelt Der 
Stempel 30 und die Rollen 31 und 32 konnen 

75 unabhangig voneinander in beiden Richtungen be- 
wegt werden. Die Rollen 31 und 32 konnen sich im 
Falle einer zu hohen Belastung des Haftklebeban- 
des 18 infolge des sich abwarts bewegenden 
Stempels 30 nach unten bewegen. Dadurch kann 

20 ein Reifien des Bandes infolge einer unzulassigen . 
Belastung ausgeschlossen werden. Zur Verbesse- 
rung der Fuhrung des Haftklebebandes 18 konnen 
auch geeignete Fuhrungsrolien (nicht dargestellt) 
vorgesehen werden. 

25 Urn eine fertige Ausweiskarte zu erhalten, wird 
das in Fig. 1 dargestellte Tragerelement 10 mit 
einem nicht dargestellten Werkzeug in die Ausspa- 
rung 2 des Kartenkorpers 1 eingebaut. Mit Hilfe 
des Haftkleberelements 5 und unter der Einwirkung 

30 von Druck kann das Tragerelement 10 fest und 
dauerhaft mit dem Kartenkorper 1 verbunden wer- 
den. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist das 
Haftkleberelement 5 mit einer Offnung 6 versehen, 
die ein Verkleben der Guflmasse 8 mit dem Karten- 

35 korper 1 im Bereich der Aussparung 4 verhindert. 
Die tiefere Aussparung 4 kann hierbei so bemes- 
sen werden, daB beim Einbau des Tragerelements 
10 ein Hohlraum in der Aussparung 4 unterhalb der 
Gufimasse 8 verbleiben kann. Dies ermoglicht eine 

40 gewisse Bewegungsfreiheit des Tragerelements 1 0, 
insbesondere wirkt sich dies bei Biegebeanspru- 
chungen der Karte 1 entlastend auf den integrierten 
Schaltkreis 7 aus. Selbstverstandlich kann die im 
Ausfuhrungsbeispiel zweistufig dargestellte Aus- 

45 sparung des Kartenkorpers einstufig ausgefiihrt 
werden, wenn die Form des Tragerelementes 
plattchen- bzw. scheibenformig gewahlt wird. In 
diesem Fall kann die Offnung in dem Haftkleberele- 
ment entfallen, da die Verbindung des Tragerele- 

so ments ganzflachig mit dem Boden der Aussparung 
erfolgen wurde. 

Die Fig. 4 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform 
eines Haftklebebandes. Aus dem Haftklebeband 50, 
das aus einer Tragerfolie, einem darauf angeordne- 

55 ten doppelseitigen Haftkleberfilm und wenigstens 
einer Schutzfolie besteht, konnen mit einem ent- 
sprechenden Stanzwerkzeug, wie dies bereits an- 
hand Fig. 2 beschrieben wurde, die kreisformigen 
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Offnungen 6 ausgestanzt werden. 

Anschlie/tend wird die Schutzfolie entfernt und. 
der Haftkleberfilm mit einem geeigneten Schneid- 
werkzeug entsprechend der gewahlten Kontur 52 
der fQr die Verbindung der Tragerelemente mit den 
Kartenkorpern vorgesehenen Klebeflachen derart 
durchtrennt, da£ die isolierten Haftkleberelemente 5 
in den Bereichen 54 gitterformig vom Haftkleber- 
film umgeben sind. Im nachsten Arbeitsschritt wird 
der Haftkleberfilm in den Bereichen 54 gitterformig 
abgezogen, um die auf der Tragerfolie in regelma- 
fligen Abstanden verbleibenden einzelnen Haftkle- 
berelemente 5 entsprechend dem in Fig. 3 darge- 
stellten Verfahrensschritt in die Aiissparungen der 
Kartenkorper einsetzen zu konnen. Diese Ausfuh- 
rungsform hat den Vorteil, dafl die einzelnen Haft- 
kleberelemente einfacher in die Aussparungen der 
Kartenkorper eingesetzt werden konnen. 

Die Fig. 5 zeigt eine Weiterbildung des in Fig. 
4 dargestellten Haftklebebandes 50. Das gema/3 
Fig. 4 hergestellte Haftklebeband 50 kann zusatz- 
lich mit T-fdrmigen Entlastungsoffnungen 55 yerse- 
hen werden, die aus der in den Bereichen 54 
befindlichen Tragerfolie mittels eines geeigneten 
Stanzwerkzeuges gestanzt werden. Diese Ausfuh- 
rungsform hat den zusatzlichen Vorteil, dafl die 
Haftkleberelemente 5 in tiefere Kartenhohlraume 
eingesetzt werden konnen, ohne dafl durch starke 
Faltenbildung der Tragerfolie an den Enden der 
Hohlraume Verarbeitungsprobleme auftreten kon- 
nen. Diese Ausfuhrungsform ist insbesondere bei 
Tragerelementen mit dickerem Randbereich und 
.bei platten- bzw. scheibenformigen Tragerelemen- 
ten Oder IC-Modulen vorteilhaft. 

Das Haftkleberelement 5 kann auch mit einer 
Schutzfolie in eine Kartenaussparung eingesetzt 
werden (siehe dazu Fig. 6, Schnitt durch eine 
mehrschichtige Karte). Dazu wird das Haftklebe- 
band 50 beispielsweise gemafl der Beschreibung 
zu Fig. 4 vorbereitet. Dieses Band, bestehend aus 
der Tragerfolie 16 und den darauf befindlichen, 
voneinander beabstandeten Haftkleberlementen 5, 
wird einem Stanzwerkzeug 95, 96 zugefuhrt Die- 
ses Werkzeug stanzt aus dem Band Elements aus, 
die geringfugig gro/ter sind als die Kontur der 
Haftkleberelemente 5. Die gestanzten Elemente 
werden direkt in die Aussparung der Karte einge- 
setzt. Bei dieser Vorgehensweise sind die einge- 
setzten Haftkleberelemente vor Verschmutzung ge- 
schutzt. Somit konnen die Kartenkorper mit einge- 
setztem Haftkleberelement beliebig lange gelagert 
werden. Unmittelbar vor dem Einbau des Moduls 
wird die Schutzfolie entfernt. 

Eine Karte mit eingesetztem Tragelement ist in 
den Fig. 7 und 8 gezeigt. Eine weitere Besonder- 
heit des in den Fig. 7 und 8 gezeigfen und heute 
vielfach verwendeten Kartenkorpers besteht gema/3 
einer Weiterbildung der Erfindung darin, da/i bei 



dem Kartenaufbau mit vorder- und rQckseitig auf- 
gebrachten Deckfolien der Boden der Aussparung 
fQr das Tragerelement in die transparente Deckfolie 
der KartenrUckseite hineinragt. Die mehrstufige 
. 5 Aussparung ist so ausgelegt, da/J der in die rGck- 
seitige transparente Schicht ragende Bereich durch 
ein auf der RUckseite plaziertes Element, beispiels- 
weise durch einen Unterschriftsstreifen, nicht sicht- 
bar ist. Auf diese Weise wird unter anderem er- 

10 reicht, dafl bei grb«m6glicher Ausnutzung der fur 
die Aussparung zur VerfUgung stehenden Karten- 
dicke das optische Erscheinungsbild der Karte 
nicht beeintrachtigt wird. 

Die in den Fig. 7 und 8 gezeigte Karte wird 

is heute vielfach fur Bankanwendungen benutzt. Sie 
besteht aus einem mehrschichtigen Kartenkorper 
60, einem Magnetstreifen 63 und einem Unter- 
schriftsstreifen 69. Der Kartenkorper ist aus vier 
gleich dicken Schichten 81, 82, 83, 84 aufgebaut. 

20 Dabei werden die Vorder- und ROckseite der Karte 
durch transparente Schichten 81, 84 gebildet. Die 
Zwischenschichten 82, 83 sind opak und im allge-* 
meinen bedruckt. 

Der Magnetstreifen 63 auf der ROckseite der 

25 Karte weist mehrere Schreib-/Lesespuren auf. In 
diesen Spuren sind die fur die Anwendung der 
Karte benotigten Daten gespeichert. Der Magnet- 
streifen 63 liegt parallel zur oberen Kante der Kar- 
te, wobei der Abstand A1 zwischen der Langskante 

30 " 72 der Karte und der unteren Kante 75 des Ma- 
gnetstreifens durch eine ISO-Norm vorgegeben ist. 
Der Unterschriftsstreifen besteht vorzugsweise aus 
einer duhnen Papierschicht und ist unterhalb des 
Magnetstreifens 63 mit einem Abstand A2 zur 

35 Langskante der Karte und parallel zu dieser Kante 
ausgerichtet gelegen. 

Urn ein fehlerfreies Schreiben und Lesen des 
Magnetstreifens zu gewahrleisten und aufgrund Er- 
wagungen asthetischer Art empfiehlt es sich, einen 

40 gewissen Abstand zwischen der unteren Kante des 
Magnetstreifens und der oberen Begrenzung 78 
des Unterschriftsstreifens 69 vorzusehen, Diese Er- 
wagungen legen den Abstand A2 test, der also 
deutlich grower als der Abstand A1 ist. Es verbleibt 

45 somit ein nicht abgedeckter, transparenter Bereich 
61 zwischen dem Magnetstreifen und dem Unter- 
schriftsstreifen 69. . 

Das Chipmodul besteht aus einem Substraf, 
auf dem auf gegenuberliegenden Seiten die Kon- 

50 taktflachen 9 und der integrierte Schaltkreis 7 an- 
geordnet sind. Der integrierte Schaltkreis 7 und die 
Verbindungsleitungen vom Schaltkreis zu den Kon- 
taktflachen (in der Figur nicht gezeigt) sind zum 
Schutz von einer GuGmasse 87 umgeben. In den 

55 Kartenkorper ist zur Aufnahme des Chipmoduls 
eine mehrstufige Aussparung eingefrast Die Stufe 
in der Vorderseite des Kartenkorpers dient als Kle- 
beflache fur das Substrat des Chipmoduls, die zwei 
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verbleibenden Stufen begrenzen eine Aussparung 
86, die die GuBmasse aufnimmt. 

Oblicherweise werden fiir den Bnbau in den 
Kartenkorper Chipmodule verwendet, , bei denen 
der integrierte. Schaltkreis zu einem auf einem Sub- 
strat befindlichen Kontaktlayout zentral angeordnet 
ist. Dieser Aufbau erleichtert nicht nur.die Montage 
des integrierten Schaltkreises und dessen Umman- 
telung mit einer GuBmasse, der Aufbau ist auch 
bezuglich der nicht vermeidbaren Biegebelastun- 
gen, die auf das Modul einwirken, vorteilhaft. 

Da die Lage des Konaktlayouts auf der Karten- 
oberflache durch eine ISO-Norm vorgegeben ist, ist 
damit auch bei Verwendung eines Chipmoduls mit 
zentral angeordnetem integrierten Schaltkreis das 
Zentrum der Aussparung bezogen auf die Kartenk- 
anten definiert In der Fig. 8 ist der Boden der 
Aussparung strichliert dargestellt. Der Abstand des 
Zentrums der Aussparung von der oberen Karten- 
kante ist mit A3 bezeichnet. 

Der Einbau von Chipmodulen, bei denen der 
integrierte Schaltkreis und damit die GuBmasse 
zentral zum Kontaktlayout liegt, erfordert eine tiefe* 
Aussparung, die vorzugsweise rotationssymme- 
trisch zum Zentrum 64 ist. Der tiefste Bereich 
dieser Aussparung ragt aufgrund des speziellen 
Kartenaufbaus der gebrauchlichen Karten in die 
transparente Ruckseite 60, so da/3 die eher mem- 
branartige Bodenaussparung ausschlieBlich aus 
transparentem Material besteht. Wird die transpa- 
rente Membran, die rotationssymmetrisch zum 
Z ntrum 64 ausgebildet ist, zu gro/3 gewahlt, ist sie 
nicht vollstandig vom Unterschriftsstreifen 69 abge- 
deckt. Vielmehr liegt ein Teil der Membran im 
transparenten Bereich 61 zwischen Magnetstreifen 
63 und Unterschriftsstreifen 69, so dafl die GuB- 
masse des Chipmoduls zu sehen ist, wenn man auf 
die RQckseite der Karte schaut. Dies beeintrachtig 
den optisch asthetischen Eindruck der Karte. Urn 
der Karte mit integriertem Chipmodul einen optisch 
einwandfeien Eindruck zu verleihen, ist die Mem- 
bran in ihren Ausmaflen also maximal so auszubil- 
den, daB die Urnfangslinie 70 vollstandig von dem 
Unterschriftsstreifen abgedeckt wird, und zwar auch 
dann, wenn die Membran mit einem schmalen Be- 
reich des welligen und von Karte zu Karte in der 
Lage unterschiedlich plazierten Unterschriftsstrei- 
fens zusammenfallt. 

Andererseits solite die Aussparung derart ge- 
staltet sein, daJ3 zwischen den Wandungen der 
Aussparung und der GuBpille 87 ein Hohlraum ver- 
bleibt. Dieser Hohlraum kann dazu genutzt werden, 
Fertigungstoleranzen aufzunehmen, Daruber hinaus 
verbessert ein Hohlraum die mechanischen Eigen- 
schaften des Moduls gegen Biegebelastungen der 
Karte. 

Urn einerseits die vorteilhaften Eigenschaften 
der Aussparung 86 optimal ausnutzen zu konnen 



und andererseits der Karte mit integriertem Chip- 
modul ein einwandfreies optisches Erscheinungs- 
bild zu verleihen, wird der untere Teil oder Boden 
der Aussparung 86 so bemessen, daB er einerseits 

5 moglichst groB und rotationssymmetrisch ist, aber 
andererseits vollstandig von dem Unterschriftsstrei- 
fen abgedeckt wird. Dies wird dadurch erreicht, daB 
der Obergang 92 vom zweiten Stufenplateau zum 
Boden der Aussparung zumindest im Bereich der 

70 transparenten Schicht vollstandig von dem Unter- 
schriftsstreifen abgedeckt wird. In diesem Fall ist 
namlich sowohl der in der transparenten Schicht 
liegende Teil des Obergangs als auch die Mem- 
bran selbst, deren Umrandung durch den Obergang 

75 festgelegt wird von der RQckseite der Karte nicht 
zu sehen. 

Es sei abschlieBend erwahnt, daB die Form des 
Chipmoduls und die Form der Aussparung nur 
beispielhaft gewahlt sind. Beliebige andere Formen 
20 sind denkbar. Alle denkbaren Formen mUssen le- 
diglich die Bedingung erfullen, daB der in der trans- 
parenten Ruckseite liegende Bereich der Ausspa- 
rung vom Unterschriftsstreifen Oder einem anderen 
abdeckenden Element verdeckt wird. 

25 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Einbau eines Tragerelementes 
mit wenigstens einem auf einem Substrat an- 

30 geordneten integrierten Schaltkreis, wobei das 
Tragerelement mit Hilfe eines Haftkleberele- 
ments in einer Kartenaussparung mit dem Kar- 
tenkorper unter Einwirkung von Druck verbun- 
den wird, gekennzeichnet durch folgende 

35 Verfahrensschritte: 

- . Zufuhren eines Haftklebebandes in Form 
von Endlosmaterial, . bestehend aus ei- 
nem auf einer Tragerfolie angeordneten 
doppelseitig klebenden Haftkleberfilm, 

40 der von mindestens einer Schutzfolie be- 

deckt wird; 

- Konfektionieren der Haftkleberelemente 
aus dem Haftkleberfilm des Haftklebe- 
bandes mittels eines Schneidwerkzeu- 

45 ges; 

- Transferieren eines Haftkleberelements 
in die Aussparung des Kartenkorpers 
mittels eines geeigneten Stempels; 

- Zufuhren eines aus einem Substrat be- 
so stehenden Tragerfilms mit den darauf 

montierten integrierten Schaltkreisen in 
Form von Endlosmaterial, wobei die inte- 
grierten Schaltkreise zum besseren 
Schutz von einer GuBmasse umgeben 
55 sein konnen; 

- Ausstanzen des Tragerelementes aus 
dem Tragerfilm und Einbau in die Aus- 
sparung des Kartenkorpers. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennz ichn t 
durch folgende, das Konfektionieren der Haft- 
kleberelemente betreffende Verfahren sschritte: 

- Ausstanzen der zum Verbinden der Tra^ 
gerelemente mit den Kartenkorpern als 
Klebeflacnen nicht benotigten Bereiche 
des Haftklebebandes; 

- Entfernen einer Schutzfolie vom Haftkle- 
beband und Aufwickeln auf einer Rolle; 

- registergenaues Durchtrennen des Haft- 
kleberfilms in regelmafligen Abstanden 
entsprechend den Abmaflen der fOr die 
Verbindung der Tragerelemente mit den 
Kartenkorpern vorgesehenen Klebefla- 
cnen mittels eines Schneidwerkzeuges, 
urn die einzelnen Haftkleberelemente zu 
erhalten. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch folgende, das Konfektionieren der Haft- 
kleberelemente betreffende Verfahrensschritte: 

- Ausstanzen der zum Verbinden der Tra- 
gerelemente mit derr Kartenkorpern als 
Klebeflacnen gegebenenfalls nicht beno- 
tigten Bereiche des Haftklebebandes; 

- Entfernen der Schutzfolie vom Haftklebe- 
band und Aufwickeln auf einer Rolle; 

- Durchtrennen des Haftkleberfilms ent- 
sprechend der Kontur der fur die Verbin- 
dung der Tragerelemente mit den Kar- 
tenkorpern vorgesehenen Klebeflacnen 
mittels eines Schneidwerkzeuges derart, 
da/3 diese von einem Gitter umgeben 
sind; 

- Entfernen des Gitters, um die auf der 
Tragerfolie in regelmafligen Abstanden 
isoliert verbleibenden einzelnen Haftkle- 
berelemente zu erhalten. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zelchnet, da/5 nach Entfernen des gitterformi- 
gen Haftkleberfilms in die Tragerfolie des Haft- 
klebebandes zwischen den isolierten Haftkle- 
berelementen T-formige Entlastungsoffnungen 
gestanzt werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dafl in das Haftklebeband im 
Mittenbereich kreisformige Offnungen und/oder 
an den Randern Einschnitte gestanzt werden. 

6- Verfahren nach Anspruch 5, wobei die kreisfor- 
migen Stanzoffnungen zum getakteten Trans- 
port und zur Positionierung des Haftklebeban- 
des genutzt werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet da/3 das Haftkleberelement gemein- 



sam mit einem entsprechend konturierten Toil 
* der Tragerfolie als Schutzfolie in die Ausspa- 
rung eingesetzt wird. 

5 8- Halbzeug in Form eines Kartenkorpers (1), das 
zur Aufnahme eines Tragerelementes (10) mit 
wenigstens einem integrierten Schaltkreis (7) 
mit einer Aussparung (2) versehen ist, wobei in 
der Aussparung (2) ein Haftkleberelement (5) 

70 angeordnet ist. 

9. Halbzeug in Form eines Kartenkorpers (1) 
nach,, Anspruch 8, wobei die Aussparung (2) 
eine zweistufige Aussparung ist, die aus einer 

is ersten Aussparung (3) und einer innerhalb der 

ersten Aussparung (3) angeordneten tieferen 
zweiten Aussparung (4) besteht und auf den 
Schulterbereichen der tieferen Aussparung (4) 
das Haftkieberelement (5) angeordnet ist, das 

20 im Bereich der tieferen Aussparung (4) eine 

Offnung (6) aufweist. 

10. Halbzeug in Form eines Kartenkorpers (1) 
nach Anspruch 9, wobei die Offnung (6) eine 

25 kreisformige Form hat. 

11. Halbzeug nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/5 dafl Haftkleberelement durch 
eine Schutzschicht abgedeckt ist. 

30 

12. Halbzeug nach Anspruch 8 in Form eines ge- 
normten Kartenkorpers vorbestimmter Dicke 
mit einer Vorder- und einer Riickseite, das auf 
der Vorderseite zur Aufnahme eines Tragerele- 

35 ments mit wenigstens einem integrierten 

Schaltkreis mit einer mehrstufigen Aussparung 
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, da£ 

- der genormte Kartenkorper mehrere 
Schichten aufweist, wobei die innenlie- 

40 genden Schichten aus opakem, die au- 

flenliegenden Schichten aus transparent 
tern Material sind, 

- die mehrstufige Aussparung an vorbe- 
stimmter Position so gestaltet ist. tiaB der 

45 . tiefste Bereich der Aussparung in die 

transparente Schicht ragt, 

- rUckseitig ein abdeckendes Element, bei- 
spielsweise in Form eines Unterschrifts- 
streifen, vorhanden ist, 

so - die mehrstufige Aussparung so ausgebil- 

det ist, da/J der in die rOckseitige trans- 
parente Schicht ragende Bereich der 
Aussparung durch das ruckseitige Ele- 
ment abgedeckt ist. 

55 

13. Halbzeug nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, da/J der Kartenkorper vier gleich dik- 
ke Schichten aufweist. 
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14. • Halbzeug nach Anspaich 12, dadurch gekenn- 

zelchnet, da/3 der Kartenkorper auf der Ruck- 
seite einen Magnetstreifen aufweist und dafl 
das abdeckende Element einen vorbestimmten 
Abstand zum Magnetstreifen hat. 5 

15. Halbzeug nach Anspruch 12 in Form eines 
genormten Kartenkorpers vorbestimmter Dicke 
mit einer Vorderseite und einer Ruckseite, das 

auf der Vorderseite zur Aufnahme eines Tra- 10 
gerelements mit auf einem Substrat angeord- 
neten Kontaktflachen und wenigstens einem 
integrierten Schaltkreis, der mit einer Guflmas- 
se vergossen ist, mit einer mehrstufigeri Aus- 
sparung versehen ist, dadurch is 
gekennzeichnet, 6aB 

- die mehrstufige Aussparung an vorbe- 
stimmter Position eine dreistufige Aus- 
sparung ist, wobei die erste Stufe als 
Klebeflache fur das Substrat dient und 20 
die durch die zweite und dritte Stufe 
begrenzte Aussparung zur Aufnahme der 
GuBmasse dient, 

- der tiefste Bereich der Aussparung in die 
transparente Schicht ragt und da/J der in 25 
die transparente Schicht ragende Teil der 
Aussparung vollstandig durch das Ele- 
ment abgedeckt ist. 
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